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HT1621S/HT1621SG
RAM 映射 32×4 LCD 控制器

( 搭配 I/O 型单片机 )

已获专利

专利证号：TW 099352

特性
 • 工作电压：2.4V~5.5V
 • 内部 32kHz RC 振荡器

 • 外部 32.768kHz 晶体振荡器或 256kHz 外
部时钟源

 • LCD 应用：1/2 或 1/3 偏压；1/2、1/3 或
1/4 占空比

 • 内部时基时钟源

 • 2 种可选蜂鸣器频率：2kHz 或 4kHz
 • 可进入省电模式以减少功耗

 • 内建时基发生器和 WDT 功能

 • 时基或 WDT 溢出标志输出

 • 8 种时基 / WDT 时钟源频率选择

 • 支持最大 32×4 LCD 显示

 • 内建显示数据 RAM：32×4-bit

 • 3 线串行接口

 • 提供内部 LCD 驱动时钟源

 • 软件配置特性

 • 数据模式和命令模式操作指令

 • 读 / 写地址自动递增

 • 3 种数据存取模式

 • VLCD 引脚用于调节 LCD 工作电压

 • 封装类型：
 ♦ HT1621S：44-pin LQFP， 

48-pin SSOP/LQFP
 ♦ HT1621SG：Gold bumped chip

概述
HT1621S 是一款支持 128 点 (32×4) 显示
的多功能 LCD 控制器芯片，内部存储器
RAM 数据直接映射到 LCD 显示。可软件
配置特性使其适用于包括 LCD 模块和显示
子系统在内的多种 LCD 应用。主控制器与
HT1621S 接口仅需 3 或 4 条线。内置的省
电模式较大程度地降低了功耗。

选型表

HT162x HT1620 HT1621 HT1621S HT1622 HT16220 HT1623 HT1625 HT1626
COM 4 4 4 8 8 8 8 16
SEG 32 32 32 32 32 48 64 48

内部振荡器 – √ √ √ – √ √ √
晶体振荡器 √ √ √ – √ √ √ √
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方框图

Control and Timing 
Circuit
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Bias Circuit

Display RAM
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Generator
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and 

Time Base Generator 
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IRQ

VDD
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注：CS：芯片选择；BZ, BZ：Tone 输出；
WR, RD, DATA：串行接口；
COM0~COM3, SEG0~SEG31：LCD 驱动输出；
IRQ：时基或 WDT 溢出标志输出；

引脚图
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芯片尺寸：1328×1326μm
* 在 PCB 布线时，IC 基板应连接至 VSS。

Pad 坐标
单位：μm

Pad 编号 X Y Pad 编号 X Y
1 -577.500 300.780 26 577.500 -275.445
2 -577.500 225.780 27 577.500 -200.445
3 -577.500 150.780 28 577.500 -125.445
4 -577.500 75.780 29 577.500 -50.445
5 -577.500 0.780 30 577.500 24.555
6 -577.500 -74.220 31 577.500 99.555
7 -577.500 -149.220 32 577.500 174.555
8 -577.500 -224.220 33 577.500 249.555
9 -577.500 -299.220 34 577.500 324.555
10 -577.500 -374.220 35 577.500 399.555
11 -577.500 -457.465 36 577.500 474.555
12 -577.500 -553.370 37 577.500 549.555
13 -288.990 -576.500 38 301.020 576.500
14 -213.990 -576.500 39 226.020 576.500
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Pad 编号 X Y Pad 编号 X Y
15 -138.990 -576.500 40 151.020 576.500
16 -63.990 -576.500 41 76.020 576.500
17 11.010 -576.500 42 1.020 576.500
18 86.010 -576.500 43 -73.980 576.500
19 161.010 -576.500 44 -148.980 576.500
20 236.010 -576.500 45 -223.980 576.500
21 311.010 -576.500 46 -298.980 576.500
22 374.110 -358.830 47 -373.980 576.500
23 577.500 -546.960 48 -448.980 576.500
24 577.500 -471.960 49 -523.980 576.500
25 577.500 -350.445

COG Pad 图 
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* 在 PCB 布线时，IC 基板应连接至 VSS。
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COG Pad 尺寸 

项目 Pad 编号
尺寸

单位
X Y

芯片大小 — 1328 1326 μm
芯片厚度 — 508 μm
Pad 间距 所有 Pad ≥75 μm

凸点大小
1~12, 24~38 54 44 μm

13, 15~22, 39~50 44 54 μm
凸点间距 所有 Pad ≥21 μm
凸点高度 所有 Pad 18±3 μm

COG 对准标记 (ALIGN MARK)
符号 编号 尺寸 单位

ALIGN_A 14

20m

(-141, -337)

40m

10m
10m

10m
10m

20m 40m

μm

ALIGN_B 23

20m

(287, -337)

40m

20m 20m 20m

10m
10m

10m
10m

μm

COG Pad 坐标
单位：μm

编号 Pad 名称 X Y 编号 Pad 名称 X Y
1 SEG1 -513.000 300.780 26 SEG26 575.000 -350.445
2 SEG0 -513.000 225.780 27 SEG25 575.000 -275.445
3 CS -513.000 150.780 28 SEG24 575.000 -200.445
4 RD -513.000 75.780 29 SEG23 575.000 -125.445
5 WR -513.000 0.780 30 SEG22 575.000 -50.445
6 DATA -513.000 -74.220 31 SEG21 575.000 24.555
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编号 Pad 名称 X Y 编号 Pad 名称 X Y
7 VSS -513.000 -149.220 32 SEG20 575.000 99.555
8 OSCO -513.000 -224.220 33 SEG19 575.000 174.555
9 OSCI -513.000 -299.220 34 SEG18 575.000 249.555
10 VLCD -513.000 -374.220 35 SEG17 575.000 324.555
11 VDD -513.000 -457.465 36 SEG16 575.000 399.555
12 IRQ -513.000 -553.370 37 SEG15 575.000 474.555
13 BZ -288.990 -574.000 38 SEG14 575.000 549.555
14 ALIGN_A -141.000 -337.000 39 SEG13 301.020 574.000
15 BZ -213.990 -574.000 40 SEG12 226.020 574.000
16 COM0 -138.990 -574.000 41 SEG11 151.020 574.000
17 COM1 -63.990 -574.000 42 SEG10 76.020 574.000
18 COM2 11.010 -574.000 43 SEG9 1.020 574.000
19 COM3 86.010 -574.000 44 SEG8 -73.980 574.000
20 SEG31 161.010 -574.000 45 SEG7 -148.980 574.000
21 SEG30 236.010 -574.000 46 SEG6 -223.980 574.000
22 SEG29 311.010 -574.000 47 SEG5 -298.980 574.000
23 ALIGN_B 287.000 -337.000 48 SEG4 -373.980 574.000
24 SEG28 575.000 -546.960 49 SEG3 -448.980 574.000
25 SEG27 575.000 -471.960 50 SEG2 -523.980 574.000

Pad 说明

Pad 编号 Pad 名称 I/O 说明

2, 1, 49~19 SEG0~SEG31 O LCD SEG 输出

3 CS I
片选信号输入 ( 带上拉电阻 )。当 CS 为高电平时，读写
HT1621S 的数据和命令无效，同时复位串行接口电路。当
CS为低电平时，主控制器读写HT1621S的数据和命令有效。

4 RD I
读时钟信号输入 ( 带上拉电阻 )。在 RD 信号的下降沿，
HT1621S 的数据被转移到 DATA 线。主控制器可在下一个上
升沿将此输出的数据锁存。

5 WR I 写时钟信号输入 ( 带上拉电阻 )。在 WR 信号的上升沿，
DATA 线上的数据被锁存至 HT1621S 中。

6 DATA I/O 串行数据输入 / 输出 ( 带上拉电阻 )。
7 VSS — 负电源，接地

9 OSCI I 在 OSCI 和 OSCO 引脚间连接一个 32768Hz 的晶体产生
32.768kHz 晶振可作为系统时钟源。若选择系统时钟来自外
部时钟输入，则此外部时钟源需接至 OSCI 引脚。若选择系
统时钟来自内部 RC 振荡器，OSCI 和 OSCO 引脚浮空。

8 OSCO O

10 VLCD I LCD 驱动电压输入

11 VDD — 正电源电压输入

12 IRQ O 时基或 WDT 溢出标志输出 ( NMOS 开漏 )
13, 14 BZ, BZ O 2kHz 或 4kHz Tone 频率输出对

15~18 COM0~COM3 O LCD COM 输出
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注：这里只强调额定功率，超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预期芯片
在上述标示范围外的工作状态，而且若长期在标示范围外的条件下工作，可能影响芯
片的可靠性。

直流电气特性
Ta=25°C

符号 参数
测试条件

最小 典型 最大 单位
VDD 条件

VDD 工作电压 — — 2.4 — 5.5 V

IDD1 工作电流
3V 无负载，LCD on，

内部 RC 振荡器

— 150 300
μA

5V — 300 600

IDD2 工作电流
3V 无负载，LCD on，

晶体振荡器

— 60 120
μA

5V — 120 240

IDD3 工作电流
3V 无负载，LCD on，

外部时钟源

— 100 200
μA

5V — 200 400

ISTB 待机电流
3V

无负载，省电模式
— 0.1 1.0

μA
5V — 0.3 2.0

VIL 低电平输入电压
3V

DATA, WR, CS, RD
0 — 0.6

V
5V 0 — 1.0

VIH 高电平输入电压
3V

DATA, WR, CS, RD
2.4 — 3.0

V
5V 4.0 — 5.0

IOL1 DATA, BZ, BZ, IRQ 灌电流
3V VOL=0.3V 6 — —

mA
5V VOL=0.5V 12 — —

IOH1 DATA, BZ, BZ, IRQ 源电流
3V VOH=2.7V -6 — —

mA
5V VOH=4.5V -12 — —

IOL2 LCD COM 灌电流
3V VOL=0.3V 250 400 —

μA
5V VOL=0.5V 500 800 —

IOH2 LCD COM 源电流
3V VOH=2.7V -140 -230 —

μA
5V VOH=4.5V -300 -500 —

IOL3 LCD SEG 灌电流
3V VOL=0.3V 250 400 —

μA
5V VOL=0.5V 500 800 —

IOH3 LCD SEG 源电流
3V VOH=2.7V -140 -230 —

μA
5V VOL=4.5V -300 -500 —

RPH 上拉电阻
3V

DATA, WR, CS, RD
40 100 170

kΩ
5V 20 50 90

极限参数
电源电压......................Vss-0.3V ~ Vss+6.5V

输入电压......................VSS-0.3V ~ VDD+0.3V

储存温度................................. -60°C ~ 150°C

工作温度................................... -40°C ~ 85°C
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交流电气特性
Ta=25°C

符号 参数
测试条件

最小 典型 最大 单位
VDD 条件

fSYS1 系统时钟 3V 内部 RC 振荡器 28.8 32 35.2 kHz
fSYS2 系统时钟 — 晶体振荡器 — 32768 — Hz
fSYS3 系统时钟 — 外部时钟源 — 256 — kHz

fLCD LCD 时钟频率 —

内部 RC 振荡器 — fSYS1/128 — Hz
晶体振荡器 — fSYS2/128 — Hz
外部时钟源 — fSYS3/1024 — Hz

tCOM LCD COM 周期 — n：COM 个数 — n/fLCD — s

fCLK1 串行数据时钟 ( WR 引脚 )
3V

占空比 50%
— — 1000

kHz
5V — — 2000

fCLK2 串行数据时钟 ( RD 引脚 )
3V

占空比 50%
— — 500

kHz
5V — — 1000

fTONE
Tone 频率 (2kHz)

3V 内部 RC 振荡器
1.5 2.0 2.5

kHz
Tone 频率 (4kHz) 3.0 4.0 5.0

tCS 串行接口复位脉冲宽度 ( 图 3 ) — CS 引脚 250 300 — ns

tCLK WR, RD 输入脉冲宽度 ( 图 1 )
3V

写模式 0.5 — —
μs

读模式 1.0 — —

5V
写模式 0.25 — —

μs
读模式 0.5 — —

tr, tf
串行数据时钟上升 / 下降时间 
( 图 1 ) — CO=15pF — 50 100 ns

tSU
WR, RD 时钟下 DATA 建立时间 
( 图 2 ) — — 50 100 — ns

th
WR, RD 时钟下 DATA 保持时间 
( 图 2 ) — — 100 200 — ns

tSU1
WR, RD 时钟下 CS 建立时间 
( 图 3 ) — — 200 300 — ns

th1
WR, RD 时钟下 CS 保持时间 
( 图 3 ) — — 100 200 — ns

tPD
数据输出延迟时间 
(RD 下降沿到 DATA) —

CO=15pF
tPD=50% to 50% — 100 200 ns

tOFF VDD 关闭时间 ( 图 4 ) — VDD 降至 0V 20 — — ms
tSR VDD 上升转换速率 ( 图 4 ) — — 0.05 — — V/ms
tRSTD 复位延迟时间 ( 图 4 ) — — 1 — — ms
注：1. 在电源开启 / 关闭期间，若上电复位时序条件未满足，则内部上电复位 (POR) 电路将无法正常工作。

2. 在芯片工作期间，若 VDD 电压下降到规定的最小工作电压以下时，再次上电时必须满足上电复位时
序条件。也就是说，VDD 电压必须降至 0V 且在此电压保持至少 20ms，然后上升到正常工作电压。
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功能说明

显示存储器 – RAM
静态显示 RAM 大小为 32×4 位，用于存
储显示数据。RAM 中的数据直接映射到
LCD 驱动器显示。RAM 中的内容可通过
读、写和读 - 修改 - 写数据命令访问。下方
的存储器映射图显示了内部 RAM 数据如
何映射到 LCD 驱动的 SEG 和 COM 引脚。

COM3 COM2 COM1 COM0

SEG0

SEG1

SEG2

SEG3

SEG31

D3 D2 D1 D0
Data

Addr.

3

2

1

0

Data 4 bits
(D3, D2, D1, D0)

31

Address 6 bits
(A5, A4,…, A0)

存储器映射

系统振荡器

系统时钟可用于产生时基 / 看门狗定时
器 (WDT) 时钟，LCD 驱动时钟以及产生
Tone 频率。系统时钟来源通过软件配置，
选择来自内部 RC 振荡器，晶体振荡器
(32.768kHz) 或外部 256kHz 时钟。系统时
钟设置完成以后，若执行 SYS DIS 命令，
系统时钟停止同时 LCD 偏压发生器关闭，
该命令仅在系统时钟来自内部 RC 振荡器
或晶体振荡器时有效。一旦系统时钟停止，
LCD 显示会变为空白，时基 / WDT 功能也
会停止运作。

“LCD OFF”命令用于关闭 LCD 偏压发生
器。在发出“LCD OFF”命令再发送“SYS 
DIS”命令可以进一步减少功耗，使系统进
入省电模式。但要注意的是，若系统时钟
来自外部时钟源即选择晶体振荡器选项，
在 OSCI 引脚输入 32kHz 时钟源或选择外
部 256kHz 时钟源选项，“SYS DIS”命令
并不能使系统时钟关闭，从而无法进入省
电模式。上电后系统时钟的初始化状态为
SYS DIS。

时基和看门狗定时器 (WDT)
时基发生器包含一个 8-stage 的向上纹波计
数器，用于产生精准的时基输出。看门狗
定时器 (WDT) 功能由此 8-stage 时基发生
器搭配一个 2-stage 的向上计数器实现。
当主控制器或子系统程序失常进入未知状
态，发生非预期跳转或执行错误时，可通
过看门狗溢出打断其异常状态。当 WDT
溢出发生时，将会置位内部的 WDT 溢出
标志位。通过软件配置命令，时基发生器
输出或 WDT 溢出标志可通过 IRQ 引脚输
出。时基和 WDT 时钟来源由系统时钟提
供，一共有 8 个时钟频率选择，通过下方
公式计算：

fWDT=32kHz/2n

其中，n值范围为0~7，通过软件命令选择。
上述公式中的 32kHz 频率源自 32.768kHz
晶振，内部 RC 振荡器 (32kHz) 或外部时
钟源 (256kHz)。如下图所示，若选择外部
时钟源 (256kHz) 作为系统时钟来源，则默
认情况下此时钟来源会先经过一个 3-stage
的预分频器处理得到 32kHz 时钟。

因时基发生器和 WDT 共用同一个 8-stage
计数器，在执行相关命令时需特别注意。
WDT DIS 命令会除能时基发生器，WDT 
EN 命令会使能时基发生器以允许 WDT 溢
出标志输出 ( WDT 标志输出连接到 IRQ 引
脚 )。TIMER EN 命令会断开 WDT 输出与
IRQ 引脚的连接，仅允许时基发生器输出
连接至 IRQ 引脚。WDT 内容通过执行 CLR 
WDT 命令清除。时基发生器内容可通过执
行 CLR WDT 或 CLR TIMER 命令清除。在
执行 WDT EN 或 TIMER EN 命令前，需先
执行对应 CLR WDT 或 CLR TIMER 命令。
在执行 IRQ EN 命令前，也需先执行 CLR 
WDT 或 CLR TIMER 命令。当从 WDT 功
能模式切换到时基模式前，需先执行 CLR 
TIMER 命令。当 WDT 溢出发生时，IRQ
引脚将保持低电平，直到 CLR WDT 或 IRQ 
DIS 命令执行。若 IRQ 输出除能，则 IRQ
引脚将保持浮空状态。IRQ EN 和 IRQ DIS
命令可分别用于使能或除能 IRQ 引脚输出。
IRQ EN 命令可允许时基时钟输出或 WDT
溢出标志输出连接到 IRQ 引脚。时基发生
器和看门狗定时器配置如下图所示。
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Crystal Oscillator
32768Hz

External Clock Source 
256kHz

OSCI

OSCO

On-Chip RC Oscillator
32kHz

System Clock

1/8

系统时钟配置

System Clock 
32kHz

/2n

n=0~7 /256

/4

D

CK

Q

R

VDD

CLR WDT

IRQ 
EN/DIS

TIME 
EN/DIS

WDT 
EN/DIS

IRQ

CLR TIME

时基与 WDT 配置

当选择内部 RC 振荡器或者晶体振荡器作
为系统时钟来源时，系统时钟可在相应软
件命令控制下开启或关闭。系统时钟关闭
时进入省电模式，以减少功耗。在省电模
式下，时基发生器和 WDT 功能无法使用。
若选择外部时钟源作为系统时钟来源，相
关系统时钟控制命令无效，从而无法软件
关闭系统时钟，不能进入省电模式。也就
是说，当选择外部时钟源时，HT1621S 会
一直工作直到系统电源不再供电或外部时
钟源被移除。系统上电后，IRQ 输出默认
除能。

Tone 输出

HT1621S 内置一个简易的 Tone 发生器，
可产生一对差分驱动信号并通过 BZ 和 BZ 
输出，驱动单个音调，用于驱动压电式蜂
鸣器。该 Tone 发生器可产生两种频率的音
调输出，即 4kHz 或 2kHz，通过软件配置
TONE 4K 或者 TONE 2K 命令进行选择。
Tone 发生器的开启和关闭分别通过 TONE 
ON 和 TONE OFF 命令控制。一旦系统时
钟除能或者 Tone 输出关闭，BZ 和 BZ 输
出会保持在低电平。

LCD 驱动器

HT1621S 是一款显示模式为 128 (32×4) 点
的 LCD 驱动器。可通过软件配置为 1/2 或
1/3 Bias 和 2、3 或 4 个 Common 的 LCD
驱动，使其适用于多种 LCD 显示方式应
用。LCD 驱动时钟来自系统时钟。无论系
统时钟选择来自外部时钟，32.768kHz 晶
振或内部 RC 振荡器。LCD 相关命令如下
表所示。

名称 命令码 功能

LCD OFF 10000000010X 关闭 LCD 输出

LCD ON 10000000011X 开启 LCD 输出

BIAS& 
COM 1000010abXcX

c=0：1/2 bias
c=1：1/3 bias
ab=00：2 个 Common
ab=01：3 个 Common
ab=10：4 个 Common

表格中命令码粗体“100”表示命令模式
ID。如果发出连续多个命令，除了第一条
命令外，之后的命令模式 ID 可省略。LCD 
OFF 命令通过除能 LCD 偏压发生器从而关
闭 LCD 显示。LCD ON 命令通过使能 LCD 
偏压发生器从而开启 LCD 显示。BIAS & 
COM 为 LCD 面板配置相关的命令。通过
使用 LCD 相关命令，HT1621S 可以与大多
数类型的 LCD 面板兼容。
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命令格式

HT1621S 可通过软件进行配置。有两种操
作模式用于配置资源以及传输 LCD 显示数
据。对 HT1621S 进行配置的操作模式称为
命令模式，命令模式的 ID 码为 100。命令
操作模式包含系统配置命令，系统频率选
择命令，LCD 配置命令，Tone 频率选择命
令，时基 / WDT 设置命令以及运行命令。
数据操作模式包括读，写以及读 - 修改 - 写
操作命令。以下表格列出了数据模式以及
命令模式的 ID 码。

操作 模式 ID 码

读 数据 110
写 数据 101

读 - 修改 - 写 数据 101
配置 命令 100

在发送数据或命令之前需先发送操作模式
ID 码。若发出连续多个命令，只需在第一
条命令之前加命令模式 ID 码即 100，之后
的可以省略。当系统在非连续命令模式或
非连续地址数据模式下操作，CS 引脚设为
“1”时则先前的操作模式也会被复位。当
CS 引脚恢复至“0”，需重新发送操作模
式 ID。

接口

主控制器与 HT1621S 连接可通过一个四线
接口。CS 线用于初始化串行接口电路以及
结束主控制器与 HT1621S 通信。若 CS 引
脚设为“1”，会先将主控制器与 HT1621S
之间的数据和命令除能再进行初始化。在
发出模式命令或进行模式切换之前，CS 引

脚需维持一个高电平脉宽以完成 HT1621S
串行接口初始化。DATA 为串行数据输入
/ 输出线。要读出 / 写入的数据以及要写入
的命令都必须经过 DATA 线。RD 为读时
钟输入线。RAM 中的数据在 RD 输入时钟
信号控制下在下降沿时一位位移至 DATA
线。建议主控制器在 RD 信号的上升沿之
后与下一个下降沿之前这段时间从 DATA
读取数据。WR 为写时钟输入线。DATA
线上的数据、地址和命令在 WR 信号的上
升沿时一位位移入 HT1621S。主控制器和
HT1621S 的接口连接线还包含一个可选的
IRQ 线。IRQ 引脚可通过软件命令设置选
作定时器时钟输出或WDT溢出标志输出。
通过与 HT1621S 的 IRQ 引脚连接，主控制
器可执行时基或 WDT 功能。

晶体振荡器

晶体振荡器产生 32.768kHz 的频率可作为
系统时钟的来源。当使用晶体振荡器时，
只需在 HT1621S 的 OSCI 与 OSCO 引脚间
连接一个 32768Hz 的晶振。为保证得到准
确的振荡频率，必须使用到两个额外的负
载电容 C1 和 C2。电容值与选择的晶振误
差有关，可参考下表进行选择。

OSCI OSCO

32768Hz

C2C1

晶振误差 建议电容值

±10ppm 0~10p
10~20ppm 10~20p
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时序图

读模式 ( 命令码：110 )

11 0 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 D3 11 0 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 D3DATA

RD

WR

CS

Memory Address 1 (MA1) Data (MA1) Memory Address 2 (MA2) Data (MA2)

读模式 ( 读取连续地址 )

11 0 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 D3DATA

RD

WR

CS

Memory Address (MA) Data (MA) Data (MA+3)

D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3

Data (MA+1) Data (MA+2)

D0

写模式 ( 命令码：101 )

D0 D2101 10DATA A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 D3 1 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D1 D3

Data Mode Memory Address1 (MA1) Data (MA1) Memory Address2 (MA2) Data (MA2)

CS

WR

RD

写模式 ( 写入到连续地址 )

1 10DATA A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3

Data Mode Memory Address (MA1) Data (MA1) Data (MA1+4)

D0 D1 D2 D3 D0 D0D1 D1D2 D2 D3D3

Data (MA1+1) Data (MA1+2) Data (MA1+3)

D0

CS

WR

RD
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读 - 修改 - 写模式 ( 命令码：101 )

01 1 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 D3 01 1 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 D3DATA

RD

WR

CS

Memory Address 1 (MA1) Data (MA1) Memory Address 2 (MA2) Data (MA2)

D0 D1 D2 D3

Data (MA1)

读 - 修改 - 写模式 ( 访问连续地址 )

01 1 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 D3DATA

RD

WR

CS

Memory Address (MA) Data (MA)

D0 D1 D2 D3

Data (MA)

D0 D1 D2 D3

Data (MA+1)

D0 D1 D2 D3

Data (MA+1)

D0 D1 D2 D3

Data (MA+2)

D0

命令模式 ( 命令码：100 )

C4C51 00 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 C6 C3 C2 C1 C0
Command 

Mode Command 1 Command … Command or 
Data mode

~
~

~
~

C7

Command i

~
~

~
~

Command or Data or 
Address 

C8 C8 C8C0

~

DATA

CS

WR

RD

数据和命令模式

DATA

RD

WR

CS

Command 
or 

Data Mode
Address and Data Command 

or 
Data Mode

Address and Data Command 
or 

Data Mode
Address and Data 

注：建议主控制器在 RD 信号的上升沿之后与下一个下降沿之前的这段时间从 DATA 读取数据。
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应用电路

主控制器与 HT1621S 显示系统

COM0~COM3

Crystal
32768Hz

MCU
HT1621S

External Clock 1
External Clock 2

On-chip OSC

CS

RD

WR

DATA

IRQ

OSCI

SEG0~SEG31

1/2 or 1/3 Bias; 1/2, 1/3 or 1/4 Duty  

VDD

BZ

BZ

VLCD

C2

C1

Piezo

*VR

*R

*

LCD Panel

Clock Out

OSCO

注：IRQ 和 RD 和引脚可根据具体应用需求选择是否接线。
VLCD 引脚上的电压值不得超过 VDD。
通过改变 VR 值可调节 LCD 面板显示电压 (VLCD)。
通过改变外部上拉电阻 R 值可调节时基时钟。
为获得准确的振荡频率，必须增加 C1 和 C2 两个负载电容。其电容值取决于晶振的误差，可参考下
表取值。

晶振误差 建议电容值

±10ppm 0~10p
10~20ppm 10~20p

命令集

名称 ID 码 命令码 D/C 功能 默认

READ 110 A5A4A3A2A1A0D0D1D2D3 D 读取 RAM 数据

WRITE 101 A5A4A3A2A1A0D0D1D2D3 D 写入数据到 RAM
READ-MODIFY-
WRITE 101 A5A4A3A2A1A0D0D1D2D3 D 读 - 修改 - 写 RAM 数据

SYS DIS 100 0000-0000-X C 关闭系统振荡器和 LCD 偏
压发生器

√

SYS EN 100 0000-0001-X C 开启系统振荡器

LCD OFF 100 0000-0010-X C 关闭 LCD 偏压发生器 √
LCD ON 100 0000-0011-X C 开启 LCD 偏压发生器

TIMER DIS 100 0000-0100-X C 除能时基输出

WDT DIS 100 0000-0101-X C 除能 WDT 溢出标志输出

TIMER EN 100 0000-0110-X C 使能时基输出

WDT EN 100 0000-0111-X C 使能 WDT 溢出标志输出
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名称 ID 码 命令码 D/C 功能 默认

TONE OFF 100 0000-1000-X C 关闭 Tone 输出 √
TONE ON 100 0000-1001-X C 开启 Tone 输出

CLR TIMER 100 0000-11XX-X C 清除时基发生器

CLR WDT 100 0000-111X-X C 清除 WDT
XTAL 32K 100 0001-01XX-X C 系统时钟源，晶体振荡器

RC 32K 100 0001-10XX-X C 系统时钟源，内部 RC 振
荡器

√

EXT 256K 100 0001-11XX-X C 系统时钟源，外部时钟源

BIAS 1/2 100 0010-abX0-X C

LCD 1/2 偏压
ab=00：2 个 Common
ab=01：3 个 Common
ab=10：4 个 Common

BIAS 1/3 100 0010-abX1-X C

LCD 1/3 偏压
ab=00：2 个 Common
ab=01：3 个 Common
ab=10：4 个 Common

TONE 4K 100 010X-XXXX-X C Tone 频率 , 4kHz
TONE 2K 100 011X-XXXX-X C Tone 频率 , 2kHz
IRQ DIS 100 100X-0XXX-X C 除能 IRQ 输出 √
IRQ EN 100 100X-1XXX-X C 使能 IRQ 输出

F1 100 101X-X000-X C 时基输出频率：1Hz
WDT 溢出时间：4s

F2 100 101X-X001-X C 时基输出频率：2Hz
WDT 溢出时间：2s

F4 100 101X-X010-X C 时基输出频率：4Hz
WDT 溢出时间：1s

F8 100 101X-X011-X C 时基输出频率：8Hz
WDT 溢出时间：1/2s

F16 100 101X-0100-X C 时基输出频率：16Hz
WDT 溢出时间：1/4s

F32 100 101X-0101-X C 时基输出频率：32Hz
WDT 溢出时间：1/8s

F64 100 101X-0110-X C 时基输出频率：64Hz
WDT 溢出时间：1/16s

F128 100 101X-0111-X C 时基输出频率：128Hz
WDT 溢出时间：1/32s √

TEST 100 1110-0000-X C 测试模式，不可使用

NORMAL 100 1110-0011-X C 正常模式 √
注：X：任意值

A5~A0：RAM 地址
D3~D0：RAM 数据
D/C：数据 (D)/ 命令 (C) 模式
Def.：上电复位默认设置
粗体 110、101 和 100，为模式 ID 码。其中 100 表示命令模式 ID。若发出连续多个命令，除了第一
条命令外，之后的命令模式 ID 可省略。Tone 频率和时基 /WDT 时钟频率来源可选择来自内部 32kHz 
RC 振荡器、32.768kHz 晶体振荡器或外部 256kHz 时钟。如上表所示，频率的计算基于系统频率源。
建议上电复位后主控制器先对 HT1621S 进行初始化，因为上电复位阶段有可能出错使 HT1621S 无法
正常运作。
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封装信息

请注意，这里提供的封装信息仅作为参考。由于这个信息经常更新，提醒用户咨询 Holtek
网站以获取最新版本的封装信息。

封装信息的相关内容如下所示，点击可链接至 Holtek 网站相关信息页面。

 • 封装信息 ( 包括外形尺寸、包装带和卷轴规格 )

 • 封装材料信息

 • 纸箱信息

http://www.holtek.com/zh/
http://www.holtek.com/zh/
http://www.holtek.com/zh/package_carton_information
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44-pin LQFP (10mm×10mm) (FP2.0mm) 外形尺寸
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符号
尺寸 ( 单位：inch )

最小值 典型值 最大值

A 0.472 BSC
B 0.394 BSC
C 0.472 BSC
D 0.394 BSC
E 0.032 BSC
F 0.012 0.015 0.018
G 0.053 0.055 0.057
H — — 0.063
I 0.002 — 0.006
J 0.018 0.024 0.030
K 0.004 — 0.008
α 0° — 7°

符号
尺寸 ( 单位：mm )

最小值 典型值 最大值

A 12.00 BSC
B 10.00 BSC
C 12.00 BSC
D 10.00 BSC
E 0.80 BSC
F 0.30 0.37 0.45
G 1.35 1.40 1.45
H — — 1.60
I 0.05 — 0.15
J 0.45 0.60 0.75
K 0.09 — 0.20
α 0° — 7°
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48-pin LQFP (7mm×7mm) 外形尺寸
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符号
尺寸 ( 单位：inch )

最小值 典型值 最大值

A 0.354 BSC
B 0.276 BSC
C 0.354 BSC
D 0.276 BSC
E 0.020 BSC
F 0.007 0.009 0.011
G 0.053 0.055 0.057
H — — 0.063
I 0.002 — 0.006
J 0.018 0.024 0.030
K 0.004 — 0.008
α 0° — 7°

符号
尺寸 ( 单位：mm )

最小值 典型值 最大值

A 9.00 BSC
B 7.00 BSC
C 9.00 BSC
D 7.00 BSC
E 0.50 BSC
F 0.17 0.22 0.27
G 1.35 1.40 1.45
H — — 1.60
I 0.05 — 0.15
J 0.45 0.60 0.75
K 0.09 — 0.20
α 0° — 7°
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HT1621S/HT1621SG

48-pin SSOP (300mil) 外形尺寸
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符号
尺寸 ( 单位：inch )

最小值 典型值 最大值

A 0.395 — 0.420
B 0.291 0.295 0.299
C 0.008 — 0.014

C’ 0.620 0.625 0.630
D 0.095 0.102 0.110
E 0.025 BSC
F 0.008 0.012 0.016
G 0.020 — 0.040
H 0.005 — 0.010
α 0° — 8°

符号
尺寸 ( 单位：mm )

最小值 典型值 最大值

A 10.03 — 10.67
B 7.39 7.49 7.59
C 0.20 — 0.34

C’ 15.75 15.88 16.00
D 2.41 2.59 2.79
E 0.635 BSC
F 0.20 0.30 0.41
G 0.51 — 1.02
H 0.13 — 0.25
α 0° — 8°
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